
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भारत सरकार  GOVERNMENT OF INDIA 

अंतररक्ष विभाग  DEPARTMENT OF SPACE 

अंतररक्ष उपयोग कें द्र-इसरो 

SPACE APPLICATIONS CENTRE-ISRO 

अहमदाबाद AHMEDABAD - 380 015 

     

सं.: सैक/ई.ओ.आई./03/2022-23                                                                   

No.: SAC/EOI/03/2022-23                                                                                                                     Date: 07/11/2022 

 

शुविपत्र-I  CORRIGENDUM-I 

 

भारत के राष्ट्रपवत के विए और उनकी ओर से, प्रधान, क्रय एिं भंडार, अंतररक्ष उपयोग कें द्र, अहमदाबाद, वनम्नविवित के विए ईओआई 

आमंवत्रत करते हैं ।  

For and on behalf of the President of India, Head, Purchase & Stores, Space Applications Centre, Ahmedabad invites 

EOI for the following.  

ईओआई फाइि स.ं 

EOI File No. 

संवक्षप्त वििरण 

Brief Description 

वनयत वतवि और 

समय  

Due Date & 

Time 

सोंशोवधत वनयत 

वतवि और समय  

Revised Due 

Date & Time  

CPUR/EOI-01/2022-23 

सीसीडी ससंूचकों के पैकेज डडजाइन, डिकास, पैकेडजगं, 

स्क्रीडनंग तथा योग्यता हते ु रुडच की अडिव्यडि 

(आरईओआई) का अनुरोध 

Request for Expression of Interest (EOI) for 

Package Design, Development, Packaging, 

Screening and Qualification of CCD Detectors 

07-11-2022;      

1500 Hours 

 

 

15-11-2022; 

1500 Hours 

 

 

1) कृपया अपने डिस्क्ततु प्रत्युतर डसर्फ  मोहरबंद डिर्ारे् में डनयत डतडथ तक या इससे पूिफ अधोहस्क्ताक्षरी को िेंज े| 

Please submit detailed response to the undersigned on or before due date in sealed cover only. 

2) इन ईओआई के डिए शुडिपत्र, यडद कोई हुआ तो िबेसाइट पर प्रकाडशत डकया जाएगा।  

Corrigendum if any against this EOI will be published on website. 
 

 

 

 

                                                                                                                                                          Sd/- 

प्रधान, रय एि ंिंडार   Head, Purchase & Stores 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

हम िोग अपना कायफ नए ई-रय पोटफि पर शुरू करने िािे हैं। इसडिए साइट https://eproc.isro.gov.in/  पर जाकर कृपया अपने डिरेता प्रोर्ाइि/ डरडेंडशयल्स को अद्यडतत करें।  

As we are migrating to new E- procurement portal, kindly update your vendor Profile/Credentials by visiting https://eproc.isro.gov.in/   

सिी डिरेताओ ंको साइट https://gem.gov.in पर जाकर गिमेंट ई-माकेट प्िेस (जेम) पर स्क्ियं को पंजीकृत करने के डिए प्रोत्साडहत डकया जाता ह।ै 

All vendors are encouraged to register themselves on Government E-market Place(GeM) portal by visiting https://gem.gov.in 

https://eproc.isro.gov.in/
https://eproc.isro.gov.in/
https://www/gem.gov.in
https://www/gem.gov.in


सीसीडी ससंूचकों के  

पैकेज डडजाइन, डिकास, पैकेडजंग, स्क्रीडनगं तथा योग्यता हेतु  

रुडच की अडिव्यडि (आरईओआई)  

का अनुरोध 

Request for Expression of Interest (EOI) for 

Package Design, Development, Packaging, Screening and 

Qualification of CCD Detectors 

********************* 

अंतररक्ष उपयोग कें द्र (सैक)  

िारतीय अंतररक्ष अनसुंधान संगठन (इसरो)  

अहमदाबाद- 380015  

िारत  

Space Applications Centre (SAC) 

Indian Space Research Organisation (ISRO) 

Ahmedabad- 380015 

INDIA 

********************************************************** 

पररचय  Introduction  

अंतरिक्ष उपयोग कें द्र (सैक), भाितीय अंतरिक्ष अनसंुधान संगठन )इसिो(,  भाित सिकाि, बाहिी अंतरिक्ष के शांततपरू्ण उपयोग हतेु अपने अंतरिक्ष तिज्ञान 

तथा प्रौद्योतगकी उपयोग कायणक्रम के तहत पेलोड के तिकास के तलए उत्तिदाई ह।ै  प्रकाशीय प्रतततबंबन संिेदक )ऑतटिकल इमेत ंग सेंसि) अंतरिक्ष  तनत 

प्रतततबंबन पेलोड के प्राथतमक घिकों में से एक हैं।  तितभन्न प्रकाि के संसचूकों की िेफि डाइतसंग, पैके  तडजाइन (तिद्यतु, यांतिक, तापीय एिं प्रकाशीय 

तडजाइन )तथा तिकास, पैकेत ंग (प्रकाशीय संिेखर् औि डाई बॉतन्डंग, िायि बॉतन्डंग, प्रकाशीय त़िल्िि संिेखर् औि कैतििी सीतलंग), पिीक्षर्पैिामीिि -

 तिद्यतु औि( मापतिद्यतु- प्रकाशीय), स्क्क्रीतनंग औि योग्यता में रुतच िखने िाले प्रस्क्तािक (िारतीय उद्योग िागीदार) से रुतच की अतभव्यति आमंतित 

की  ाती ह।ै 

इच्छुक उद्योग भागीदाि संिेदक पैके  तड ाइन, पैके  तिकास, संिेदक पैकेत ंग, स्क्क्रीतनंग औि पैक तकए गए संिेदक की योग्यता के संबंध में सचूनाएँ 

उपलब्ध किाएंगे।  प्रस्क्ताि में परियो ना प्रबंधन/प्रकाशीय प्रतततबंबन संिेदकों के तलए तैयाि तकए गए पिूण में तिकतसत पैक ों के तलए अपनाई गई यो ना 

के तनिणहन,  इसकी पैकेत ंग एिं स्क्क्रीतनंग तथा योग्यता के बािे में तिस्क्तापूणिणक  ानकािी प्रदान की हुई होनी चातहए। तिििर् में तितशष्ट त म्मेदारियों सतहत 

प्रस्क्तातित सहयोतगयों भागीदािों की / तनधाणरित उत्तिदातयत्ि के साथ सचूी शातमल होनी चातहए। 

Space Applications Centre (SAC), Indian Space Research Organisation (ISRO), Govt. of India, is responsible for 

development of payloads under its Space Science and Technology Utilization Program for peaceful use of outer space. 

Optical imaging sensors are one of the primary components of the space borne imaging payloads. Expression of interest 

is invited from Proposer (Indian industry Partner) interested in wafer dicing, package design (electrical, mechanical, 

thermal and optical design) & development, packaging (optical alignment & die bonding, wire bonding, optical filter 

alignment & cavity sealing), test-parameters measurement (electrical and electro-optical), screening & qualification of 

different types of detectors. 



Interested industry partners shall provide information regarding their experience in sensor package design, package 

development, sensor packaging, screening & qualification of packaged sensor. The proposal shall provide an end-to-end 

project management / execution plan followed for realizing previously developed packages for optical imaging sensors, 

its packaging and screening & qualification. The details shall also include list of proposed collaborators / partners along 

with specific responsibilities.   

 

ईओआई के साथ अपेडक्षत जानकारी   Information Required along with EoI 

 

इच्छुक उद्योग भागीदाि प्रकाशीय प्रतततबंबन संिेदक तचप के तनमाणर् में अपने तपछले अनभुि के आधाि पि तनम्नतलतखत  ानकािी प्रदान किेंगे:  

Interested Industry partners shall provide following information based on previous experience of realizing optical imaging 

sensor chip: 

 

1. 8 "औि 6" व्यास के संसातधत तसतलकॉन िेफसण (चार्जडण कपल्ड तडिाइस की िेखीय औि के्षि सिर्ी )के प्रबंधन हतेु सतुिधा की उपलब्धता। 

इसमें पैकेत ंग के तितभन्न चिर्ों में िेफि डाइतसंग, तसिेतमक / मेिल पैके  से संलग्न डाय, िायि बॉतन्डंग औि तनिीक्षर् के तलए सुतिधा उपलब्ध 

होनी चातहए। अपनी साइि पि उपलब्ध सुतिधाओ ंकी  ानकािी औि साझेदाि की साइि से समथणन /प्रातधकिर् पि सतहत सभी पिीक्षर् उपकिर्ों 

के प्रमार्न तिििर् (यतद लागू हो )  ो कायण के दायिे को पिूा किने के तलए आिश्यक हैं तातलका प्रारूप में प्रदान तकए  ांए।   

Availability of facility to handle processed Silicon (linear and area arrays of Charged coupled Devices) wafers of 

diameter 8” and 6”. It shall have facility (or shall have access to facility) for wafer dicing, die attach to Ceramic/ 

Metal packages, wire bonding and visual inspections at various stages of packaging. Shall provide information of 

available facilities at their site and endorsement/ authorization letter from partner’s site including certification detail 

(if applicable) of all the test equipment in tabular format, which are required to complete the scope of work. 

2.  प्रचालन पयाणििर्ीय परितस्क्थततयों (कंपन , झिका, तनिाणत उद्भासन, तापमान िें  )से संबंतधत उपयोगकताण के इनपिु पि तिचाि किते हुए पैके  

तड ाइन का ज्ञान।  तिद्यतुीय औि तिद्यतु-प्रकातशक पिीक्षर् के िेफि /डाई/पैके  स्क्ति पिीक्षर् हतेु उपलब्ध/अतभगम्य तकनीकी  ानकािी औि 

सतुिधाएं।   

Knowledge of package design considering user inputs related to operating environmental conditions (vibration, 

shock, vacuum exposure, temperature range). Knowhow and facilities available / accessible for wafer/die/package 

level testing of electrical and electro-optical testing. 

3. पैके  तड ाइन तिशे्लषर् हतेु आिश्यक तितभन्न उपकिर्ों की उपलब्धता।  पैके  स्क्तिीय अनकुिर्  में प्रकाशीय तथा तिद्युतीय क्रॉसस्क्िॉक औि 

तिद्यतुीय तसग्नल समग्रता तिशे्लषर् किने का अनभुि होनी चातहए।  Availability of different tools that are required to carry out 

package design analysis. Shall have experience of doing optical & electrical crosstalk and electrical signal integrity 

analysis in the package level simulation. 

4. पैके  पिाश्रयता, तिद्यतुीय यगु्मन, तचप स्क्तिीय तसग्नल समग्रता के  क्रॉस -िॉक  तथा पैके  संतििचन को ध्यान में िखते हुए पैके  तड ाइतनंग का 

तपछला अनभुि औि  ानकािी।  Previous experience and knowhow of package designing considering package parasitics, 

electrical coupling, cross-talk leading to chip level signal integrity and package fabrication. 

5.  बडे आकाि के प्रतततबंब संिेदक डाई की डाइतसंग औि पैकेत ंग, पैक तकए गए प्रकाशीय प्रतततबंबन संिेदक की स्क्क्रीतनंग औि योग्यता में 

तपछला अनभुि।  Previous experience in dicing & packaging of large size image sensor dies, screening & qualification 

of packaged optical imaging sensor.  

6.  डाई टलेसमेंि िॉलिेंस, डाई टलानेरििी बनाए िखने का तपछला अनभुि प्रदान तकया  ाए।  Previous experience of maintaining die 

placement tolerance, die planarity, shall be provided. 

7. उपयोगकताण की आिश्यकता के अनसुाि प्रकाशीय प्रतततबंबन संिेदक तचप की स्क्क्रीतनंग औि योग्यता में तपछला अनभुि।  Previous 

experience in Screening and qualifying optical imaging sensor chip as per user requirement. 

 

कायय का दायरा )एसओडब्ल्यू)  Scope of the work (SoW)  

कायण के दायिे में पैके  तिकास, िेफि स्क्तिीय पिीक्षर्, अच्छे डाई की पहचान, िेफि डाइतसंग, प्रकाशीय तिंडो तिकास, समचु्चयन, समाकलन, पैकेत ंग, 

पिीक्षर्, स्क्क्रीतनंग औि तितभन्न प्रकाि के संसचूकों की योग्यता शातमल ह।ै  प्रस्क्तािक तनम्नतलतखत गतततितधयों के तलए उत्तिदाई होगा   I  SoW 



involves package development, Wafer level testing, known good dies identification, wafer dicing, optical window 

development, assembly, integration, packaging, testing, screening & qualification of different types of detectors. Proposer 

shall be responsible for following activities: 

1. पैके  तडजाइन I Package design 

2. पैके  तिकास I Package development 

3. अच्छे डाइ की पहचान किने के तलए िेफि स्क्तिीय तिद्यतु-प्रकाशीय पिीक्षर्  िेफसण बैंक गािंिी के(प्रतत तनशलु्क  ािी सामग्री के रूप में सैक 

द्वािा  ािी तकए  ाएंगे) I  Wafer level electro-optical testing to identify known good dies (wafers will be issued by 

SAC as free issue material against bank guarantee) 

4. 6 "औि 8" िेफि डाइतसंग I   6” and 8” Wafer dicing  

5. <10िॉ के तब ली क्षय सतहत अतधकतम डाई लंबाई 124 तममी की हैंडतलंग डाई I Handling die of maximum Die length 

124mm with power dissipation of <10W 

6. प्रकाशीय तिंडो तड ाइन औि तिकास I Optical window design and development 

7. प्रकाशीय तफल्िि  तिंडो पि एपॉक्सी /तनके्षपर् को सील किना I  Sealing epoxy deposition on optical filter/window  

8. समचु्चयन, समाकलन औि पैकेत ंग (  पैके  में तसतलकॉन डाई बॉतन्डंग, डाईपैड से पैके  पैड तक एल्यमूीतनयम िायि बॉतन्डंग औि -

तफल्िि ढक्कन के साथ पैके  कैतििी की हमेतिक सीतलंग / ग्लास शातमल ह)ै I Assembly, integration and packaging 

(includes silicon die bonding to package, aluminum wire bonding from die-pad to package pad and hermetic 

sealing of package cavity with glass/filter lid)  

9. इसिो की आिश्यकताओ ंके अनपुालन में संयो न स्क्ति तथा तिद्यतु-प्रकाशीय पिीक्षर्ों के दौिान अपेतक्षत पैके  स्क्तिीय मलू्यांकन सतहत 

संयोत त संसचूकों की स्क्क्रीतनंग एिं योग्यता  इसिो(की आिश्यकताओ ंमें परिभातषत गुर्ित्ता औि तिश्वसनीयता मानकों के अनुसाि) I  

Screening and qualification (as per quality and reliability standards defined in ISRO requirements) of assembled 

detectors with required package level evaluation during assembly stages and electro-optical tests compliance to 

ISRO requirement 

10. िेफि स्क्तिीय पिीक्षर् औि संयोत त संसूचक पिीक्षर् के तलए आिश्यक तिद्यतुीय हाडणिेयि का तिकास I Development of electronic 

hardware required for wafer level testing and assembled detector testing 

 

 

 


